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(54)  칭  듈  라 트 닛

(57)  약

실시 에   듈 , 복   다 드;  상  복   다 드가 탑재    상  

 곡  열  포 는 듈  포 , 상  듈  열 는 1측 , 상  1측

 측 2측 , 상  1측 과 상  2측  사  3측  포 , 상  복   다 드는 상

 열  1측 에 가  가 운 1  다 드; 상  2측 에 가  가 운 2  다 드;  상

1  다 드  상  2  다 드 사  앙 에 치  3  다 드  포 , 상  열

 상  1측  비는 상  3  다 드  상  3측  사  간격보다   비  포 다.

  도 - 도5
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특허청  

청  1 

복   다 드;  

상  복   다 드가 치    상   곡  열  포 는 듈  포

,

상  듈  열 는 1측 , 상  1측  측 2측 , 상  1측 과 상  2측  사  3

측  포 ,

상  복   다 드는 상  열  1측 에 가  가 운 1  다 드; 상  2측 에 가  가

운 2  다 드;  상  1  다 드  상  2  다 드 사  앙 에 치  3

다 드  포 ,

상  열  상  1측  상  3  다 드  상  3측  사  간격보다   비  포

는  듈. 

청  2 

1 에 어 , 상  열  2측  상  열  1측  비보다   비  는  

듈.

청  3 

1 에 어 , 상  열  2측  상  열  1측  비  동  비  는  듈.

청  4 

1 에 어 , 상  2  다 드  상  열  3측  사  간격  상  3  다 드  상

열  3측  사  간격보다    듈.

청  5 

1 에 어 , 상  3  다 드  상  열  3측  사  간격  상  2  다 드  상

열  3측  사  간격보다    듈.

청  6 

1 에 어 , 상  열  3측  상  열  1측 에  경사진  는  듈.

청  7 

1 에  어 ,  상  열  3측  상  열  2측 과  는  4측   포 는  

듈.

청  8 

1  또는 6 에 어 , 상  열  3측  상  열  1측  또는 2측 과 직 게 치

5측  포 는  듈.

청  9 

8 에 어 , 상  열  3측  경사진  상  열  1측   2측   어도 나

 격 는  듈.

청  10 

1 에 어 , 상  듈  층; 상  층 상에 연층;  상  연층 상에 층  포 는
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 듈. 

청  11 

1 에 어 , 상  듈  상   께가 상  열  께보다  꺼운  듈.

청  12 

닥   상  닥  곡  1측  포 는  커 ;

상   커  상에 도 ; 

상   커  1측  내측에 치  ,  상   곡 어 상   커  닥

에 치  열  포 는 듈 ;  상  듈  상   상에 치 고 상  도  어

도  측 에 는 복   다 드  포 는  듈  포 ,  

상  듈  청  1  듈  포 는 라 트 닛.

청  13 

12 에 어 , 상  열  역 에  상   듈  측 3  다 드에 는 3 역

상   듈  1측 에 가  가 운 1  다 드에 는 1 역과 상  1측  측 2측

에 가  가 운 2  다 드에 는 2 역  어도 나  보다  큰  는

라 트 닛.

청  14 

13 에 어 , 상   듈  1  다 드  상  2  다 드  심  같  상에 치 는

라 트 닛.

청  15 

13 에 어 , 상  듈 과 상   커  측   닥  사 에 착 재   포 는 라

트 닛.

  

   야

실시 는  듈   비  라 트 닛에  것 다.[0001]

 경  

보처리  달 에 라 , LCD, PDP  AMOLED 등과 같  시 치들  리 사 고 다. 러  [0002]

시 치들  LCD는 상  시  ,  생시킬  는 라 트 닛   다.

 듈  복   다 드   상에 탑재 고, 커  통   원  공 여 상  복  [0003]

 다 드  동  어 게 다. 

 내

결 는 과

실시 는 새 운  듈   비  라 트 닛  공 다.[0004]

실시 는 듈  열  1측  비보다 2측  비   게 치 , 열  개[0005]

시    는  듈   비  라 트 닛  공 다. 

실시 는 듈  열   다 드가 탑재   곡시키고, 열  열  [0006]

과 게 치   듈   비  라 트 닛  공 다.
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과  결 단

실시 에   듈 , 복   다 드;  상  복   다 드가 탑재    상[0007]

 곡  열  포 는 듈  포 , 상  듈  열 는 1측 , 상  1

측  측 2측 , 상  1측 과 상  2측  사  3측  포 , 상  복   다 드

는 상  열  1측 에 가  가 운 1  다 드; 상  2측 에 가  가 운 2  다 드; 

상  1  다 드  상  2  다 드 사  앙 에 치  3  다 드  포 , 상

열  상  1측  비는 상  3  다 드  상  3측  사  간격보다   비  포

다.

실시 에  라 트 닛 , 닥   상  닥  곡  1측  포 는  커 ; 상[0008]

 커  상에 도 ;  상  커  1측  내측에 치  ,  상   곡

어 상   커  닥 에 치  열  포 는 듈 ;  상  듈  상   상에 

치 고 상  도  어도  측 에 는 복   다 드  포 는  듈  포 , 상

 듈  상   듈  포 다. 

 과

실시 는  듈  열  개 시    다.[0009]

실시 는  듈  신뢰  개 시    다. [0010]

실시 는 시 치  치 에 라 또는 열 포에 라  듈  열   고 여 치[0011]

, 라 트 닛  열  개 시    다. 

실시 는  다 드  갖는  듈   비   시  신뢰  개 시    다.[0012]

도  간단  

도 1  실시 에  시 치   사시도 다.[0013]

도 2는 도 1  라 트 닛   측 단 도 다.

도 3는 도 2   듈    나타낸 도 다. 

도 4는 도 2   듈  다   나타낸 도 다.

도 5는 1실시 에   듈  나타낸 도 다.

도 6  2실시 에   듈  나타낸 도 다.

도 7  3실시 에   듈  나타낸 도 다.

도 8  4실시 에   듈  나타낸 도 다.

도 9는 실시 에   다 드  나타낸 도 다.

 실시   체  내

실시  에 어 , 각 , , 시트, 층 또는  등  각 , , 시트, 층 또는  등[0014]

 "상(on)"에 또는 "아래(under)"에 는 것  재 는 경우에 어, "상(on)"과 "아래(under)"는 "직

(directly)" 또는 "다   개재 여 (indirectly)" 는 것   포 다. 또  각 

 상 또는 아래에   도   다. 도 에  각 들  크 는  여

과   , 실  는 크  미 는 것  아니다.

도 1  실시 에  시 치  보여주는  사시도 다.[0015]

도 1  참 , 시 치(100)는 상  는 시 (10)과, 상  시 (10)에  공[0016]

는 라 트 닛(20)  포 다.  
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상  라 트 닛(20)  상  시 (10)에  원  공 는 도 (70)과, 누   사 는 사[0017]

재(45) , 상  도 (70)  에지 역에   공 는  듈(30),  시 치(100)  측 

는  커 (40)  포 다. 

도시 지 않았 나, 상  시 치(100)는 상  시 (10)  측에  지지 는  포 , 상  시[0018]

치(100)  리   상  시 (10)   감싸  지지 는 탑 커  포   다.

상  시 (10)  상 히 도시 지는 않았지만,  들 ,  여 균   갭  지 도  결[0019]

    상  과, 상    사 에 개재  액 층(미도시)  포 다. 상   에는

다  게 트 라 과 상  다  게 트 라 과 차 는 다   라  , 상  게 트 라

과  라  차 역에 막 트랜지 (TFT: thin film transistor)가   다. 상  상  

에는 컬러 들    다. 상  시 (10)  는 에 지는 않 , 상  시 (1

0)  다양   가질  다. 다   들 , 상    막 트랜지 뿐만 아니라 컬러

포  도 다. 또 , 상  시 (10)  상  액 층  동 는 식에 라 다양  태   

  다.

도시 지  않았 나,  상  시  (10)  가 리에는  게 트  라 에  캔신  공 는  게 트  동[0020]

PCB(gate  driving  printed  circuit  board) ,   라 에  신  공 는  동 PCB(data

driving printed circuit board)가 비   다.

상  시 (10)    아래  어도  곳에는 편  (미도시)  치  도 다. 상  시 [0021]

(10)  아래에는   시트(60)가  치 ,  상   시트(60)는  상  라 트  닛(20)에  포  

, 어도   리  시트 또는/  산 시트  포   다. 상   시트(60)는 거   

, 에  지는 않는다.

상  산 시트는 사   고 게 산시  주 , 상  산   리  시트에  시  집[0022]

  다. 여 , 상  리  시트는 평 또는/  직 리  시트,   상  도 강  시트 등

여 택    다. 상   시트(60)  나 개  등  실시    내에

가 또는 삭   , 에  지는 않는다.

상  듈(30)   커 (40)  측   1측 (42)  내측에 치   다. 상  듈(30)[0023]

상   커 (40)   다  측  컨 , 양 측  또는 든 측 에 치   , 에 는

것  아니다. 

상  듈(30)  듈 (32)과, 상  듈 (32)  에 열  복   다 드(34)  포[0024]

다.

상  듈 (32)  지 계열  쇄 (PCB: Printed Circuit Board), 탈 아(Metal Core) PCB,[0025]

연 (Flexible) PCB, 라믹 PCB, FR-4  포   다. 상  듈 (32)는 내 에 층  갖는 

쇄  포   다.

상  복   다 드(34)는  치(Pitch)  상  도 (70)   과 게 1 (X)[0026]

라 열 , 어도 나는 어도  컬러 컨 , 색, 색, 색,  청색  어도 나  게

다. 실시 는 어도  컬러   는  다 드  거나 복  컬러  는  다

드들  여   다. 

상   다 드(34)는 Ⅲ -V   도체   LED 칩과 상  LED 칩  보 는 몰  재  포[0027]

  다.  상  몰  재에는  어도    체가  첨가   ,  에   지는

않는다. 상  LED 칩  가시  역   거나,  역     다.

상   다 드(34)는 어도  열  치   ,  간격 또는 규칙  간격  열  도[0028]

다. 

상  듈 (32)  (32A)  열 (32B)  포 , 상  (32A)에는 상   다 드(34)가[0029]

탑재 ,  상  열 (32B)는  상  (32A)  곡 어  상  (32A)에   거  직

각도( : 85~95°)  치   다. 상  열 (32B)는 상   다 드(34)가 탑재 지 않는 역 에
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 상  (32A)  곡  역    다. 상  열 (32B)는 상  (32A)   에 

곡   도시 나, 상  (32A)  양 에   게 곡   , 에  

지는 않는다. 

상  열 (32B)  비는 상  (32A)  비보다    , 러  비는 열  고[0030]

여   다. 상  (32A)는 상  열 (32B)  께보다  꺼운 께    다. 

상  듈 (32)  (32A)는 상   커 (40)  1측 (42)에 착 재(50)  착   다.[0031]

상  듈 (32)  (32A)는 착 재가 아닌 체결 재  사   다. 

상  듈 (32)  (32A)에는 커 가 치   다 상  커 는 상  듈 (32)  상  [0032]

  어도 나에 치   , 에  지는 않는다. 

상  도 (70)  어도  측 ( , )에는 상  복   다 드(34)가 게 치 , 상[0033]

복   다 드(34)  생   사 다. 상  도 (70)   원  생 는 상 , 상

측 , 어도  개  측 들  포 는 다각  상    다. 상  도 (70)  

재질  루어지 ,  들어, PMMA(polymethyl metaacrylate)  같  아크릴 지 계열, PET(polyethylene

terephthlate), PC(poly carbonate)  PEN(polyethylene naphthalate) 지  나  포   다. 상

도 (70)  압  에    , 에   지는 않는다.

상  도 (70)  상  또는/  에는 사 (미도시)    다. 상  사   [0034]

컨 , 사  또는/  리   루어  사 는  사 또는/  난 사 시킴 ,  상

 도 (70)    통  균 게 사   다. 상  도 (70)   사   

,  상  상  리     다.  상  도 (70)  내 에는  산란 가  첨가  

, 에  지는 않는다.

상  도 (70)  에는 사 재(45)가 비   다. 상  사 재(45)는 상  도 (70)  [0035]

진 는  시   사시  주게 다. 상   라 트 닛(20)  상  도 (70)  

누   상  사 재(45)에  상  도 (70)에 재 사시  주므    ,  특  

  암  생 등   지   다. 상  사 재(45)는  들어, PET, PC, PVC 진 등  

  나, 에  지는 않는다. 상  사 재(45)는 상   커 (40)  상 에  

사층   , 에  지는 않는다.

상   커 (40)는 상 가 개  납 (41)  포 , 상  납 (41)에는  듈(30),  시트[0036]

(60),  도 (70)   사 재(45)가 납   다.  상   커 (40)는 열    

들어, 알루미늄(Al), 마그 (Mg), 아연(Zn), 티타늄(Ti), 탄탈룸(Ta), 늄(Hf), 니 븀(Nb)  상  들

 택   에  택    다. 

상   커 (40)  납 (41)에는  사  재(45),  도 (70),   시트(60)가  차  층  [0037]

고, 상   듈(30)  상   커 (40)  1측 (42)에  상  도 (70)   측 과 게

치 다.

상   커 (40)  닥 (41A)에는 (41B)가 , 상  (41B)는 상  듈 (32)  [0038]

열 (32B)가 결 는 다. 상  (41B)는 상  열 (32B)  께 도   상  열 (32

B)  비 도  비  갖고   , 에  지는 않는다. 

실시 는  커 (40)  닥 (41A)  1측 (42)  곡  에 (41B)  치   [0039]

나, 상  (41B)는 지 않   다. 

상  시 치(100)는 치  , 업(UP)   도  치   다. 러  치   [0040]

듈(30)   다 드(34)  생  열  업(UP)  ,    동 게 다. 실시 는

 듈(30)  열 (32B)는 시 치(100)  치  ,  과  에 치  역  

  게 , 열   개 시    다. 또  시 치(100)  치 에 라 복

  다 드(34)  생  열  포에 라  열   열 (34B)  과 비

고 여 치 게 다.
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도 2  도 3  참 , 듈 (32)  층(131),  상  층(131)  상에 연층(132),  상  연층[0041]

(132) 상에 층(133), 상  층(133) 상에 보 층(134)  포 다. 

상  층(131)  Al, Cu, Fe  어도 나  포 , 상  듈 (32)   체에 어, 열[0042]

트  사 다. 상  층(131)  컨 , 곡과 열   Cu 재질  갖는 트  사

 다. 상  층(131)  0.8mm~1.5mm  께    다. 상  층(131)   비는 상  

듈 (32)  비  동  비    다. 상  층(131)    상  듈 (32)

 과 동     다.

상  층(131)  도 3  같  랫   2 역(B2)과 3 역(B3) 사  경계   곡시[0043]

, 1 열 (131A)  2 열 (131B)    다. 여 , 상  2 역(B2)  곡  

보    역 , 0.8mm 상 컨 , 0.8~1mm    다. 상  1 역(B1)  상

(32A)    역  다.

상  층(131) 상에 연층(132)  , 상  연층(132)  리 그(Preimpregnated Materials)[0044]

 포 ,  에폭시 지,   지,  포  폴리에  지 등  포   다.  상  연층(132)

80~100㎛  께    , 그 비는 상  층(131)  비(또는 )보다  게  

다.

상  층(133)    포 , Cu, Au, Al, Ag  어도 나  포 , 컨  Cu   [0045]

다. 상  층(133)  25~70㎛  께    , 상  연층(132)  께보다  얇게 

 , 에  지는 않는다. 

상  층(133) 상에는 보 층(134)  , 상  보 층(134)   지 트  포 , 상  [0046]

지 는 상  듈 (32)  상 에 드  역  보 게 다. 상  보 층(134)  15~30㎛  

께    다. 상  듈 (32) 내에는 비아    , 에  지는 않는다.

또  상  듈 (32) 내에는 복  층  치   , 상  복  층 사 에 연층  [0047]

치   다.

상  듈 (32)  층(133) 상에  다 드(34)  탑재 게 , 상   다 드(34)는 상[0048]

층(133)   에  직 , 병 , 직병    치   다.

상  듈 (32)는 (32A)  열 (32B)  포 , 상  (32A)는 층/ 연층/ 층/보[0049]

층(131/132/133/134)  층  , 상  열 (32B)는 층(131)  루어진다. 여 , 상

층(131)  1 열 (131A)  2 열 (131B)  포 , 상  1 열 (131A)는 상  (32A)  

 층  ,  상  2 열 (131B)는 상  열 (32B)가 다. 상  2 열 (131B)는 상  1 열

(131A)보다   비    다. 상  1 열 (131A)  상  2 열 (131B)는 동  께  

  , 에  지는 않는다. 

상  2 열 (131B)  상 과 상  연층(132) 사  갭(H1)  0.8mm~1mm    , 러  갭[0050]

(H1)에  상  연층(132)  상  1 열 (131A)  상  2 열 (132B) 사  곡  격

시  , 연층에  진 생 나 열 과가 는  개 시    다. 는 상  

층(131) 상  역  연층(132)  차지 는 역  여, 상  층(133)  역 아래에 치 도  

, 연층(132)  상  층(131)  어 열 과가 는 것  지   다. 또  상  연층

(132)  곡 에 치  경우, 그 에  크랙  생 거나,  에  주는 것  지  

다.

또  상  연층(132)  열 (32B)  (32A) 사  격시  , 상  층(133)과 상[0051]

곡  사  갭   어들  다. 러  갭  감 는  듈  께   비  라 트 

닛  께  여   다.

상   듈  (H2)는  상  열 (32B)   상  듈  (32)  상  사  거리 ,[0052]

9mm~13mm    , 에  지는 않는다.

상   커  1측 (42)  상  듈  (32)  (32A)  사 에  치  착  재(50)가[0053]
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치 어, 상  듈 (32)  (32A)  상   커  2측 (42)에 착시  다. 상  

커  닥 (41A)에  (41B)에는 상  듈 (32)  열 (32B)가 착 재(51)에  착

  다. 상   커  닥 (41A)에 (41B)는 지 않   , 에  지는

않는다.

실시 는  다 드(34)  열  생 ,  열  상  듈 (32)  1 열 (131A)  통[0054]

도 어  커  1측 (42)  통  경 (F0)  열  루지고, 나 지 열  는 상  듈 

(32)  2 열 (131B)  도 어  커  닥 (41A)  통  경 (F1,F2)  열  루어진다.

도 4는  듈  다  다.[0055]

도 4  참 ,  듈  층(131)과 연층(132)  동  비  다. 상  층(131)  상[0056]

체에 연층(132)  어, 상  층(131)  강도  강 시    다. 또  연층(132)   공

시, 층 상에 별도  마 크 층  치 지 않아도 는 과가 다. 

도 5는 1실시 에   듈  나타낸 사시도 다.[0057]

도 5  참 ,  듈(32)  복   다 드(34) 에 , 상  열 (32B)  1측 (S1)에 가[0058]

가 운  다 드  1  다 드(34A)  고, 상  열 (32B)  1측 (S1)  측 2측

(S2)에  가  가 운   다 드  2  다 드(34B)  고,  상  1   2  다 드

(34A,34B)  사  역  심 에  치   다 드(들)  3  다 드(34C)    다.

여 , 상  1  다 드(34A)  치가 다운 , 상  2  다 드(34B)  치가 업 

다. 또  상   다 드(34) 간  간격(T1)  동 거나  다  간격  가질  , 에

 지는 않는다. 상  복   다 드(34)는 심  같  상  치   다.

상  열 (32B)  2측 (S2)  비(D2)는 상  (32A)  3측 (S3) 사    간격 , 1[0059]

측 (S1)  비(D1)보다   비    다. 

상  3측 (S3)  상  열 (32B)  1측 (S1)과 2측 (S2) 사  , 상  1측 (S1) 또는/[0060]

 상  2측 (S2)에  경사진    다. 상  3측 (S3)  연     

다. 

상  열 (32B)  상 (131-1)  상  1  다 드(34A)  3측 (S3) 사  간격  가  고, 2[0061]

 다 드(34B)  상  3측 (S3) 사  간격  상  1  다 드(34A)  3측 (S3) 사  간격보

다 고, 상 (131-1) 역 내에  가  게   다.

 같 , 열 (32B)  상 (131-1)   2  다 드(34B)  갈  차 게 치 , 열[0062]

 지나가는 에 치  상  1  다 드(34A)보다는 2  3  다 드(34B,34C)에 열  집

  어, 열 (32B)  상  에  열 (32B) 내에  균  열 포  가지도    다.  

도 6는 2실시 에   듈  나타낸 사시도 다.[0063]

도 6  참 ,  듈(32)  열 (32B)  상 (131-2)   심   역(A1)과 상  역[0064]

(A2)    다. 상   역(A1)  1 비(D1)  고, 상  상  역(A2)는 2 비(D2)

  다.

상  열 (32B)  측 (S3)  상  1측 (S1)  2측 (S2)  상  1측 (S1)  2측 (S2)에[0065]

 직각  치  1 (S32)과,  상  1 (S32)  사 에 상  2측 (S2)에 평 게 는 2

(S34)  포 다. 상  1 (S32)과 상  2 (S34) 사   곡 거나 직각  곡   나

에 지 않는다.

상  열 (32B)  2 역(A2)  2  3  다 드(34B,34C) 사  역 , 상  2  3[0066]

다 드(34B,34C)  상  열 (32B)  3측 (S3) 사  간격 , 2측 (S2)  비(D2)   

다. 
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상  열 (32B)  1 역(A1)  1  2  다 드(34A,34C) 사  역 , 상  1  2[0067]

다 드(34A,34C)  상  열 (32B)  3측 (S3) 사  간격 , 1측 (S1)  비(D1)   

다. 

상  같  는 복   다 드(34)  생  열  시 치   심   집  ,[0068]

과  열    다. 

도 7  3실시 에   듈  나타낸 사시도 다.[0069]

도 7  참 ,  듈(32)  열 (32B)는 상 (131-3)   비가 역(A11-A14)에 라 업(UP) [0070]

 갈  계단 태  차 가   다. 또  상  각 역(A11-A14)들  3측 (S3)  1

측 (S1) 에  2측 (S2)  갈  차 어지는 경사진  , 상  역(A11~A14)

사  3측 (S3)  연결  주는 3 (S34)  상  2측 (S2)과  상  2측 (S2)과 평 게 

치   다. 

또  상  열 (32B)  상 (131-3)  각 역(A11,A14,A12,A13)에 라 다  비(D1,D2,D3,D3)  [0071]

  다. 러   듈  역(A11~A14)에 라 열 (32B)   다 게 , 각 역

(A11~A14)별  다 드(34)  열  안  공   다. 

도 8  4실시 에   듈  나타낸 사시도 다.[0072]

도 8  참 ,  듈(32)  열 (32B)는 1 비(D1)  갖는 1 역(A21)  5 역(A25)과, 상[0073]

1  5 역(A21,A25) 사 에 2 비(D2)  갖는 3 역(A23)과, 상  1 역(A21)과 3 역(A23) 사

 연결  경사 (S31)  갖는 갖는 2 역(A22)과, 상  3 역(A23)과 5 역(A25) 사  연결  경

사 (S33)  갖는 4 역(A24)  포 다.  여 , 상  1, 3, 5 역(A21,A23,A25)  어도 2개  

 다 드가 열 는 역   , 상  2  4 역(A22,A24)  상  3 역(A23)  보다 

  갖는 역 , 어도 나   다 드가 열 는 역   나, 에  지는

않는다. 

상   듈(32)  열 (32B)  상 (131-4)   역  3 역(A23)    비  다  역에[0074]

비   게 치 고, 각 역(A21,A22,A23,A24,A25)에 치  복   다 드(34)  생  열

다  역 컨 , 업(UP)   다 드들에  미치는 것  차단   다.

여 , 상   듈(32)  측에 치  3  다 드(34C)  열 (32B)  3측 (S3) 사  간[0075]

격  상  측 보다 다운   업 에 치  1  2  다 드(34A,34B)  열 (32B)  3

측 (S3) 사  간격보다  게 치   다.상   듈(32)  업  측 에  업 

 라 는 열   듈(32)   역  3 역(A23)과 그 주변 역  2  4 역(A22,A24)  

열 (32B)에  열 , 5 역(A25)에 치   다 드(34B)는 3 역(A23)  아래  달

는 열에  간  지 않고 동   다. 

도 9는 실시 에   다 드  나타낸 측 단 도 다.[0076]

도 9  참 ,  다 드(34)는 1캐비티(260)  갖는 몸체(210), 2캐비티(225)  갖는 1리드 [0077]

(221), 3 캐비티(235)  갖는 2리드 (231),  칩들(271,72),  어들(201)  포 다.

몸체(210)는  폴리 탈아미드(PPA:Polyphthalamide)  같  지  재질,  실리 (Si),   재질,  PSG(photo[0078]

sensitive  glass),  사 어(Al2O3),  쇄 (PCB)   어도 나    다.  람직 게 몸체

(210)는 폴리 탈아미드(PPA:Polyphthalamide)  같  라 틱 지 재질  루어질  다.

몸체(210)  상  상   다 드(34)  도  계에 라 삼각 , 사각 , 다각 ,  원  등 다양[0079]

 상  가질  다. 상  1리드 (221)  2리드 (231)  몸체(210)  닥에 치 어 직

 타   상에 탑재   , 상  몸체(210)  측 에 치 어 에지 타   상에 탑재

 , 에  지는 않는다. 
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몸체(210)는 상 가 개 고,  측 과 닥  루어진 1캐비티(cavity)(260)  갖는다.  상  1캐비티[0080]

(260)  상  몸체(210)  상 (215)   컵  또는 리   포   , 에 

지는 않는다. 1캐비티(260)  측  닥에  직 거나 경사질  다.

1캐비티(260)  에  라본 상  원 , 타원 , 다각 ( 컨 , 사각 )   다. 1캐비티(260)[0081]

리는 곡 거나, 평   다. 

상  1리드 (221)  상  1캐비티(260)  1 역에 치 , 상  1캐비티(260)  닥에 가[0082]

치 고 그 심 에 상  1캐비티(260)  닥보다  낮   갖도   2캐비티(225)가 치

다. 상  2캐비티(225)는 상  1리드 (221)  상  상  몸체(210)    

상, 컨 , 컵(Cup)  또는 리 (recess) 상  포 다.  상  2캐비티(225)  측  상  2캐

비티(225)  닥  경사지거나 직 게 곡   다. 상  2캐비티(225)  측  에  는

 측  동  각도  경사지거나  다  각도  경사질  다. 

상  2리드 (231)  상  1캐비티(260)  1 역과 격 는 2 역에 치 , 상  1캐비티[0083]

(260)  닥에 가 치 고, 그 심 에는 상  1캐비티(260)  닥보다  낮   갖도  

 3캐비티(235)가 다.  상  3캐비티(235)는 상  2리드 (231)  상  상  몸체

(210)     상, 컨 , 컵(Cup)  또는 리 (recess) 상  포 다. 상  3캐

비티(235)  측  상  3캐비티(235)  닥  경사지거나 직 게 곡   다. 상  3캐비티

(235)  측  에  는  측  동  각도  경사지거나  다  각도  경사질  다. 

상  1리드 (221)    상  2리드 (231)   상  몸체(210)   거[0084]

나, 상  몸체(210)  과 동  평  상에 치   다. 

상  1리드 (221)  1리드 (223)는 상  몸체(210)  에 치 고 상  몸체(210)  1측[0085]

(213)  돌   다. 상  2리드 (231)  2리드 (233)는 상  몸체(210)  에 치 고

상  몸체(210)  1측  측 2측 (214)  돌   다. 

상  1리드 (221)  2리드 (231)   재질,  들어, 티타늄(Ti), 리(Cu), 니 (Ni),[0086]

(Au), 크 (Cr), 탄탈늄(Ta), (Pt), 주 (Sn), (Ag), (P)  어도 나  포   , 단

층 또는 다층 층    다. 상  1, 2리드 (221,231)  께는 동  께  

  , 에  지는 않는다.

상  2캐비티(225)  상  3캐비티(235)  닥 상  직사각 ,  사각  또는 곡  갖는 원 또는 타[0087]

원 상   다.

상  몸체(210) 내에는 상  1  2리드 (221,231)   다     치 어, 열[0088]

나 간 연결 단  사 다.

상  1리드 (221)  2캐비티(225) 내에는 1  칩(271)  치 , 상  2리드 (231)[0089]

3캐비티(235) 내에는 2  칩(272)  치   다. 상   칩(271,272)는 가시  역  

역   에  택    , 컨  드 LED 칩, 블루 LED 칩, 그린 LED 칩, 엘 우 그

린(yellow green) LED 칩 에  택   다. 상   칩(271,72)  III  내지 V  원   도

체  포 다.

상  몸체(210)  1캐비티(260), 상  2캐비티(225)  3캐비티(235)  어도  역에는 몰  재[0090]

(290)가 치 , 상  몰  재(290)는 실리  또는 에폭시  같   지층  포 , 단층 또는 다

층    다. 상  몰  재(290) 또는 상   칩(271,272) 상에는 는 빛   변

  체  포   , 상  체는  칩(271,272)에  는 빛   여 시  다

 빛  게 다. 상  체는 YAG, TAG, Silicate, Nitride, Oxy-nitride 계 질 에  택

   다. 상  체는 색 체, 색 체, 색 체  어도 나  포   

, 에  지는 않는다. 상  몰  재(290)   랫  상,  상, 볼  상 등

   , 에  지는 않는다.

상  몸체(210)  상 에는 가    , 상  는  또는/  볼    포[0091]

 ,  다 드(34)가 는 빛  (light distribution)    다.
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상  1  칩(272)  상  1캐비티(260)  닥에 치  1리드 (221)과 2리드 (231)에[0092]

연결   , 그 연결 식  어(201)  거나, 다  본  또는 립 본  식    

다. 상  2  칩(272)  상  1캐비티(260)  닥에 치  1리드 (221)과 2리드 (23

1)에  연결   , 그 연결 식  어(201)  거나, 다  본  또는 립 본  식

   다.

상  1캐비티(260) 내에는 보  가 치    상  보 는 싸 리 ,  다 드, 또는[0093]

TVS(Transient voltage suppression)    , 상   다 드는 상   칩  ESD(electro

static discharge)   보 게 다.

실시 에   듈  휴  단말 , 컴퓨  등  라 트 닛 뿐만 아니라, 등, 신 등, 차량 [0094]

등, , 가 등 등   치에   , 에  지는 않는다. 또  직  타  

듈에는 상  도  치 지 않   , 에  지는 않는다. 또  상   듈 에 

 또는 리  같   질  치   , 에  지는 않는다. 

상  실시   첨  도 에  는 것  아니 , 첨  청 에  다. 라 , 청[0095]

에 재  본   사상  어나지 않는  내에  다양  태  치 , 변   변경  가능

다는 것  당 야  통상  지식  가진 에게는  것 ,  또  첨  청 에 재  

 사상에 다  것 다.

 

100: 시 치, 10: 시 , 20: 라 트 닛, 60:  시트, 70:도 , 45: 사 재, 30:  듈,[0096]

32: 듈 , 34:  다 드, 131: 층, 132: 연층, 133: 층, 134: 보 층, 32A: , 32B:

열 , 131-1,131-2,133-3, 133-4: 열  상

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9
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